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前 言  

本标准代替QJ 1719-1989《印制电路板阻焊膜及字符标志技术条件》和QJ 1720-1989《印制电路

板阻焊膜及字符标志制作方法》。 

本标准与QJ 1719-1989、QJ 1720-1989相比主要有以下变化： 

a) 增加了人员、环境、设备和材料的一般要求； 

b) 修改了外观检验的内容； 

c) 修改了阻焊膜厚度的要求； 

d) 增加了阻焊膜覆盖度和重合度要求； 

e) 删除了阻焊膜绝缘电阻和抗电强度的要求； 

f) 修改了检验规则，明确了工序检验和成品检验的检验项目、检验要求、检验方法、试样要求

及抽样方案； 

g) 增加了阻焊膜覆盖度和重合度检验方法； 

h) 删除了QJ 1720-1989中工艺流程和常见故障及排除方法，将其余阻焊膜及字符标志制作的内

容作为本标准第8章工艺控制要求。 

本标准由中国航天科技集团公司提出。 

本标准由中国航天标准化研究所归口。 

本标准起草单位：中国航天科技集团公司第九研究院二○○厂。 

本标准主要起草人：暴杰、赵凡志、杨亚聃。 

QJ 1719-1989、QJ 1720-1989于1989年2月首次发布。 
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印制电路板阻焊膜及字符标志技术要求 

1 范围 

本标准规定了印制电路板阻焊膜及字符（油墨）标志的一般要求、详细要求、检验规则、检验方

法和工艺控制要求等。 

本标准适用于印制电路板（以下简称印制板）阻焊膜及字符（油墨）标志的工序质量控制及检验，

也适用于成品印制板的检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 

GB/T 2036  印制电路术语 

QJ 832B-2011  航天用多层印制电路板试验方法 

3 术语和定义 

GB/T 2036确立的术语和定义适用于本标准。 

4 一般要求 

4.1 人员要求 

操作和检验人员应经过专业技术培训，持有上岗证和专业知识考核合格证书。 

4.2 环境要求 

4.2.1  印制板阻焊膜及字符（油墨）标志的厂房必须整洁有序，不能有造成污染的游离材料。 

4.2.2  厂房内挥发性气体应得到有效控制，并符合国家有关标准和规定的要求。 

4.2.3  使用液态感光油墨印制阻焊膜时应在黄光区进行。 

4.2.4  厂房环境条件应满足以下要求： 

a)  温度：21℃±3℃； 

b)  相对湿度：45%～75%； 

c)  大气压力：86kPa～106kPa； 

d)  洁净度不低于100 000级。 

4.3 设备要求 

4.3.1  设备应满足使用要求，保持完好状态，并在有效期内使用。 

4.3.2  印制板阻焊膜及字符（油墨）标志常用设备一般包括绷网机、晒网机、印刷机、烘箱、油墨

搅拌机等。 

4.3.3  设备应可靠接地，并按规定维护与保养。 

4.4 材料 

印制电路板阻焊油墨及字符油墨应满足布设总图的规定，并最大限度采用可再生、回收或环保型

材料。 
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5 详细要求 

5.1 外观 

5.1.1 阻焊膜外观要求 

5.1.1.1 阻焊膜表面应光滑、平整、坚硬、厚度均匀、无明显色差。 

5.1.1.2 阻焊膜表面应无明显的流痕、皱褶、渗透、划伤及手印等缺陷。 

5.1.1.3 阻焊膜应无漏印、脱落、污染及多余物。 

5.1.1.4 阻焊膜应无明显的针孔、气泡及空洞。 

5.1.1.5 阻焊膜和印制板基材及导电图形之间应无起泡和分层。 

5.1.1.6 对不影响印制板性能的阻焊膜修复，可进行适当的局部修复，修复材料应与原阻焊膜材料

相同。 

5.1.2 字符标志外观要求 

5.1.2.1 字符标志内容应符合布设总图的规定。 

5.1.2.2 字符标志与阻焊膜的色泽反差应明显，字符应清晰可辨，无漏印、脱落及残缺。 

5.1.2.3 焊接区域（孔内及连接盘表面）、插头、测试点上不应有字符标志印料。 

5.2 阻焊膜厚度 

阻焊膜A处最厚，厚度不大于0.1mm，B处不小于0.015mm，C处最薄但应覆盖导体且应绝缘。阻

焊膜厚度测量示意见图1（图中A、B、C处代表阻焊膜厚度）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1  阻焊膜厚度测量示意图 

5.3 阻焊膜覆盖度 

影响阻焊膜覆盖度的缺陷（如起泡、分层、麻点、跳印、皱褶和空洞）应符合下述全部要求： 

a) 对于间距小于设计规定电压范围和环境条件所要求的电气间隙的相邻导线，阻焊膜缺陷不应

使其暴露； 

b) 除导线是测试点，或者有意未涂覆而留给以后操作用的特征区外，在间距小于 0.5mm 的平

行导线区域，阻焊膜缺陷不应使导线裸露； 

c) 设计要求或布设总图规定用阻焊剂掩盖或填充的导通孔不应裸露。 

5.4 重合度 

5.4.1 阻焊膜重合度 

阻焊膜与连接盘或端子图形的重合度应符合布设总图规定；若布设总图未作相关规定，一般要求

如下： 

阻焊膜导线 基材

CB

A
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a) 镀覆孔和导通孔应符合下列要求（镀覆孔阻焊图形重合度示意图见图 2）： 

1) 阻焊图形与镀覆元件孔连接盘（镀覆孔到焊点）的错位不应使外层环宽减小到规定的最小

值； 

2) 阻焊膜不应进入元件孔或其他特征表面上（如接插件插头或无镀覆孔的连接盘）； 

3) 允许阻焊膜进入不进行焊接的镀覆孔或导通孔内。 

b) 无镀覆孔的表面安装焊盘应符合以下要求（表面安装焊盘阻焊图形重合度示意图见图 3）： 

1) 节距为 1.27mm 或以上的焊盘，阻焊膜可侵入焊盘的一边，但侵入的深度应不超过

0.050mm； 

2) 节距小于 1.27mm 的焊盘，阻焊膜可侵入焊盘的一边，但侵入的深度应不超过 0.025mm。 

c) 球栅阵列焊盘应符合下列要求： 

1) 因阻焊膜错位造成的阻焊膜破盘应不大于焊盘周长的四分之一（阻焊膜限定的焊盘示意图

见图 4）； 

2) 阻焊膜不应侵入焊盘，允许焊盘到导通孔的连接导体上有阻焊膜（铜箔限定的焊盘示意图

见图 5）； 

3) 阻焊坝应覆盖焊盘与导通孔之间的导线(阻焊坝示意图见图 6)。 

d) 除非另有规定，供组装检验用的板边触点和测试点应无阻焊膜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  镀覆孔阻焊图形重合度示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3  表面安装焊盘阻焊图形重合度示意图 

 

 

阻焊膜边缘 
阻焊膜边缘 阻焊膜边缘 

连接盘 连接盘 连接盘 

通孔 通孔 通孔 孔环减小 90 度

不可接收 
阻焊膜侵入连接盘使孔环 
减小且小于规定的最小值 

可接收 
连接盘上无阻焊膜 

理想 
无阻焊膜错位 

阻焊膜边缘 
阻焊膜边缘 

阻焊膜边缘 

表面连接盘 

表面连接盘 
表面连接盘 

不可接收 
连接盘两侧受侵犯 

可接收 
连接盘一侧受侵犯 
且不超过规定值 

理想 
无阻焊膜错位 
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图 4  阻焊膜限定的焊盘示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  铜箔限定的焊盘示意图 

 

图 6  阻焊坝示意图 

5.4.2 字符标志偏移 

字符标志的图形位置应符合布设总图的规定。偏移量应小于0.3mm，且不能引起对标志内容的误读，

并满足5.1.2.3的要求。 

5.5 阻焊膜附着力 

按7.5规定的方法试验后，阻焊膜从基材、印制导体表面上起泡或起翘的最大面积百分比应不超过

下列规定值： 

a) 裸铜或基材：0%； 
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b) 镀镍金：5%； 

c) 熔融金属（锡铅镀层或焊料涂层）：10%。 

5.6 阻焊膜固化 

固化后的阻焊膜应不发粘，按 7.6 规定的方法试验，阻焊膜硬度应不低于 3H。 

5.7 耐溶剂性 

按 7.7 规定的方法试验后，阻焊膜应无起泡、开裂、剥落、发软、退色、发粘等现象。字符标志应

清晰可辨，无脱落、发软和变色。 

5.8 耐浸焊性 

按 7.8 规定的方法试验后，应符合下列要求： 

a) 覆盖在铅锡镀层上的阻焊膜表面允许有局部起皱（整板面的 5%），但不允许脱落和起翘； 

b) 覆盖在裸铜导体和基板上的阻焊膜表面应无起皱、脱落和起翘； 

c) 覆盖在阻焊膜上的字符标识应清晰可辨，无脱落。 

6 检验规则 

6.1 工序检验 

6.1.1 工序检验的项目、抽样方案、要求和检验方法等内容见表 1。 

表 1  工序检验 

序号 检验项目 要求章节号 检验方法 试样 抽样方案 

1 外观 5.1 7.1 印制板 100% 
2 阻焊膜厚度 a 5.2 7.2 印制板 三件 
3 阻焊膜覆盖度 5.3 7.3 印制板 100% 
4 阻焊膜重合度 5.4.1 7.4.1 印制板 100% 
5 字符标志偏移 5.4.2 7.4.2 印制板 100% 
6 阻焊膜附着力 5.5 7.5 附连试验板 三件 
7 阻焊膜固化 5.6 7.6 附连试验板 三件 
8 耐溶剂性 5.7 7.7 附连试验板 三件 
9 耐浸焊性 5.8 7.8 附连试验板 三件 

a  阻焊膜厚度检验每个试样抽测点不少于五个，应沿对角线方向选取测试点。 

6.1.2 每件印制板按 7.1、7.3、7.4.1 和 7.4.2 的规定进行检验，如不符合要求，则判定该件印制板不

合格。 

6.1.3 每检验批印制板抽取三件检验阻焊膜厚度，每件印制板厚度检验点不少于五个，如不符合 5.2

的要求，则需对整批印制板进行检验；如不符合 5.2 的要求，则判定该件印制板不合格。 

6.1.4 当材料或工艺改变时，还应进行阻焊膜附着力、阻焊膜固化、耐溶剂性和耐浸焊性试验，如

不合格，则判该批产品不合格。 

6.2 成品检验 

6.2.1 成品检验的工序检验的项目、抽样方案、要求和检验方法等内容见表 2。 

6.2.2 每件成品印制板按 7.1、7.3、7.4.1、7.4.2 的规定进行检验，如不符合要求，则判定该件印制

板不合格。 
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表 2  成品检验 

序号 检验项目 要求章节号 检验方法 试样 抽样方案 

1 外观 5.1 7.1 印制板 100% 

2 阻焊膜覆盖度 5.3 7.3 印制板 100% 

3 阻焊膜重合度 5.4.1 7.4.1 印制板 100% 

4 字符标志偏移 5.4.2 7.4.2 印制板 100% 

7 检验方法 

7.1 外观 

在光照度不低于 500lx 的照明条件下，目视检查外观。 

7.2 阻焊膜厚度 

采用满足精度要求的测厚仪或按 QJ 832B-2011 中 5.2 的规定进行显微剖切。 

7.3 阻焊膜覆盖度 

按 QJ 832B-2011 中 5.1.3.5 的规定进行检验。 

7.4 重合度 

7.4.1  阻焊膜重合度 

按 QJ 832B-2011 中 5.1.3.5 的规定进行检验。 

7.4.2  字符标志偏移 

在光照度不低于 500lx 的照明条件下，目视检查字符标志偏移。 

7.5 阻焊膜附着力 

在印制板线条较密的位置选取 25mm×25mm 面积，采用专用十字线切割器（由六个平行切割刀，

间距为 2mm 的阻焊膜专用切割刀具）或锋利的切割刀及钢板尺，在选定的位置垂直交叉切割阻焊膜

成为 2mm×2mm 的方格（要切透阻焊膜），用软毛刷轻轻刷去切割下的阻焊膜粉尘颗粒，然后选取剥

力为 2.5N/cm～3.5N/cm 的聚酯压敏胶带或其他同等胶带，用手指将胶带压到试样的阻焊膜上，并用

手指反复赶压去除气泡，放置 10s 后，拉起胶带的一端，以与阻焊膜表面成 90°角的力迅速将胶带拉

起（每次测试用新胶带），检查阻焊膜是否被剥离或起翘。 

7.6 阻焊膜固化 

用手触摸阻焊膜表面，应不发粘；然后再用硬度为 3H 的铅笔和硬度试验机测定，笔芯成圆柱形，

与阻焊膜成 45°角（阻焊膜硬度测定见图 6）,负荷为 1kg 进行摩擦，在试样的不同位置划三次，每次长

度为 10mm。观察阻焊膜是否留有划痕。 

 

 

 

 

 

 

图 6  阻焊膜硬度测定示意图 

7.7 耐溶剂试验 

选取两组印制板试样，分别用乙醇、汽油等溶剂或根据用户要求进行如下试验： 

摩擦方向

45° 阻焊膜

试样
10mm 
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a) 一组试样在常温下浸泡30min； 

b) 另一组试样浸没在溶剂中，立即用面积不小于6.5cm2、厚度为6mm～7mm的羊毛毡垫往复摩擦，

其施加压力约为0.5N/cm2，幅度约为50mm，频率每秒一个单程，共磨擦25次。 

7.8 耐浸焊试验 

将试样放在温度为 260℃±5℃的熔融焊料中，每次浸渍 5s，重复二次。 

8 工艺控制要求 

8.1  绷网 

8.1.1  绷网质量要求 

绷网要求拉紧、绷平、张力均匀。 

8.1.2  丝网处理 

绷网前将丝网放在50℃～60℃的水中浸泡5min～10min。 

8.1.3  绷网方法 

一般采用机械绷网，将丝网四周用夹具夹紧，使夹具夹住丝网向四周用力使之绷紧。用张力计测量

网上各部的张力，达到纹路平直张力均匀后，再用粘合剂使丝网与框粘合在一起，干燥后松动夹具剪去

四边多余网。 

8.2  图形制作 

8.2.1  漏印图形材料要求 

漏印图形材料要求柔软、耐磨，有弹性、韧性，与印料应不发生化学作用，结合良好且易于退涂。 

8.2.2  感光膜制图形 

8.2.2.1  丝网清洗 

用浓度为20%的氢氧化钠溶液涂在丝网上，待15min后，用5%醋酸溶液中和2min～3min．再用清水

冲洗干净。也可用360目～400目水砂纸轻轻打磨一遍至二遍，再用清洗剂刷洗，最后用水冲洗干净。 

8.2.2.2  涂敏化液 

用4%重铬酸铵敏化液在已准备好的丝网上均匀涂刷一层。 

8.2.2.3  贴膜 

用绸布轻轻擦去裁剪好的感光膜上的滑石粉，然后将其紧贴在涂刷敏化液的丝网上，在丝网背面再

刷一次重铬酸铵溶液，用橡皮或有机玻璃刮刀在聚酯胶面去除气泡，再将药膜面上的余液轻轻刮除。 

8.2.2.4  烘干 

在40℃±5℃的鼓风干燥箱中烘干后取出，剥去聚酯膜，再放入干燥箱内烘1min～2min，以使感光膜

进一步干燥。 

8.2.2.5  曝光 

曝光时间根据光源及灯距等条件而定。如用1000W高压汞灯，灯距300mm左右，曝光时间约3min～

4min。照相底版与感光膜应贴紧。 

8.2.2.6  显影 

在温度为40℃左右的温水中，轻轻摆动1min～3min，图形基本显出后，再用冷水轻轻冲洗至图形

完全清晰为止。 

8.2.2.7  干燥 

自然干燥或在40℃～50℃烘箱中烘干。 
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8.2.2.8  修版封网 

用软性硝基漆、虫胶漆或专用封网浆修补图形缺陷，最后将不需漏印的部分涂刷封网浆，然后自然

干燥。 

8.2.3  丝网感光胶制图形 

8.2.3.1  丝网清洗 

同8.2.2.1的规定。 

8.2.3.2  涂感光胶 

8.2.3.2.1  配制感光胶 

不同的感光胶其重铬酸铵的含量不同，一般在l000m1胶液中，加人10%～15%重铬酸铵水溶液

100m1，搅拌均匀待用。重氮感光胶的配制，将0.8g～1.0g的重氮粉加入100g乳胶中，充分搅拌放置2h

以上，待气泡减少后即可使用。 

8.2.3.2.2  涂感光胶 

在暗室内将配好的感光胶倒在丝网的一端，用橡胶或有机玻璃刮刀等均匀刮涂后，在反面将透过来

的胶刮平，如不均匀，正反两面再刮涂多次，总厚度达0.05mm左右为宜。 

8.2.3.3  烘干 

在40℃±5℃的鼓风干燥箱中烘干。 

8.2.3.4  曝光 

同8.2.2.5的规定。 

8.2.3.5  显影 

同8.2.2.6的规定。 

8.2.3.6  干燥 

同8.2.2.7的规定。 

8.2.3.7  修版封网 

同8.2.2.8的规定。 

8.3  漏印阻焊膜及字符标志 

8.3.1  漏印前准备 

漏印前准备如下： 

a)  按工艺文件要求将印制板进行定位和清洗处理； 

b)  准备厚度为10mm、肖氏硬度为60HS～70HS的耐油橡胶或硅橡胶刮刀； 

c)  将印料调配好搅拌均匀，以消除印料存放时沉底现象。 

8.3.2  操作方法 

操作方法如下： 

a)  将印料倒在丝网上，丝网被印料浸润后即可漏印； 

b)  漏印时用力应均匀适当，刮刀与丝网的角度以45°～60°为宜，印料膜厚度一般不超过0.03mm； 

c)  当漏印结束时，用稀释剂及时洗去残留在网上的印料。 

8.3.3  固化 

光固印料用紫外光固机固化，时间根据光源、灯距而定。如用1000W高压汞灯，灯距为150mm左右，

时间为1.5min～2min。 
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热固印料用加热方法固化，时间及温度按照生产厂的产品说明书，一般温度为110℃～120℃，时间

为20min～30min。 

8.4  机械漏印 

机械漏印的设备分为自动和半自动两种，其具体操作和工艺要求按设备说明书进行。 
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